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1. はじめに

　電子機器は，急速に小型化が進みさらに多機能化に拍車
が掛かっている。これらの機器では，少ないスペースに多
くの機能を詰め込むことになり，装置を構成するプリント
配線板 (Printed Wiring Board: PWB)にはプリントパターン
や部品搭載用のパッドの微細化が要求されている。代表的
な例として，スマートフォンでは従来の携帯電話の通話機
能に加えホームページの閲覧やゲームなどファームウエア
上で大きなプログラムを実行するため，高性能のCPUとメ
モリが搭載されている。このような PWBでは，実装密度
を上げるためプリントパターン間隙を狭くし，大規模で狭
ピッチの部品を多数搭載する必要がある。また，従来テス
ト容易化対策のため用いていたテストパッドが伝送特性に
悪い影響を及ぼす可能性があるため，プリントパターン上
に設置することが困難になりつつある。部品搭載用のパッ
ドに接触する方法もあるが，これも微細化が進んでいるこ
とから破損などの悪影響を避けるためできるだけ直接接触
することを避けたい状況にある。この結果として，テスト
用のプローブをテストパッドや部品搭載用パッドを介して
プリントパターンに接触させるテスト方法は適用が難しく

なる傾向にあり，非接触かつ電気的信頼性の得られる配線
検査装置の開発が求められている。

2. 従来のプリント配線板の配線検査技術

　PWBの検査技術として，配線そのものに電圧を印加し，
プローブで電流を観測することで配線の異常を検出する電
気的な導通検査とプリントパターンから得られた映像デー
タを画像処理することで，正常な配線板のデータと比較す
る外観検査に分けることができる。
2.1	 導通検査

　接触式の導通検査は，検査対象となるパッドに金属性テ
ストプローブピンを接触させ，電圧を印加した際の電流値
などから配線の欠陥を検出するものである。具体的には，
PWB上のテスト用のテストパッドや部品搭載用の部品ピン
のパッドに金属性テストプローブピンを接触させることで
2ヶ所のパッド間が断線（オープン）や短絡（ショート）し
ていないことを 1つ 1つ検査するものである。
　テストデータは，配線の組み合わせを設計データから抽
出し，オープン／ショート検査用データを作成している。
このデータを用いてテストするテスト装置にはプローブピ
ンを冶具に固定してテストするベアボードテスタと，複数
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　概要　本論文では，プリント配線板パターンを検査するため静電容量プローブを用いてプリント配線パターンの非接触画像
化を試みた。  
　そこで，5 μmの精度を持つ 3軸位置決め装置の開発を行い，プリント配線板表面に沿って静電容量プローブを移動させる方
法でプリント配線板表面の静電容量変化を画像にする仕組みを構築した。この結果，非接触状態での検出で幅 200 μm幅のパ
ターンの画像化が可能となった。これにより本方式によるプリント配線板パターンの検査の基礎的な可能性を確認することが
できた。

Abstract
This paper discusses a capacitance probe that allows us to visualize wiring patterns on PCB without 

contacting the board directly. 
We developed a positioning control mechanism that operates in three dimensions with 5 μm accuracy. 

Then, we used that system to move a capacitance probe precisely along the PCB surface. 
We used the system to visualize wiring patterns using the capacitance change of the PCB surface. The 

system was able to make an image of 200 μm wide patterns in the non-contact condition. This shows the 
possibility of an inspection method that visualizes the wiring patterns on a PCB in a non-contact condition 
using a capacitance probe.
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